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FIBによる局所断面化・観察

FIB（集束イオンビーム） は細く集束したGaイオンビームを試料表⾯に照射し⾛査することで試料表⾯の加工
を⾏います。FIBは狙いたい所の微細加工が可能で、数ミクロン程の微⼩な領域でも狙って断⾯化できます。
7μm×2μmの異物を断⾯化してSEM（電子顕微鏡）よる画像解析、EDSによる元素分析を⾏いました。
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